
深圳市科思科技股份有限公司投资者关系活动记录表

证券简称：科思科技      股票代码：688788         编号：2025-012

投资者关系活动类别

□特定对象调研        □分析师会议

□媒体采访            □业绩说明会

□新闻发布会          □路演活动

□现场参观 ☑其他     策略会      

参与单位名称

2025年 5月 27日 民生证券策略会邀请的分析师和投

资者

2025年 5月 28日 中信证券策略会邀请的分析师和投

资者、国盛证券策略会邀请的分析师和投资者

时间
2025年 5月 27日 民生证券策略会

2025年 5月 28日 中信证券策略会、国盛证券策略会

地点 上海浦东丽思卡尔顿酒店、上海浦东香格里拉酒店、宁

波香格里拉酒店

公司接待人员姓名

2025年 5月 27日 投融资经理周洁

2025年 5月 28日 投融资经理周洁，高芯思通总经理

助理、产品开发管理部总监晏明峰，中科思创总经理

刘硕

投资者关系活动主要

内容介绍

一、活动内容

投融资经理周洁在民生证券策略会、中信证券策

略会上与分析师和投资者进行了交流。

在国盛证券策略会上，高芯思通总经理助理、产

品开发管理部总监晏明峰以《AI指控与自主网产业发

展》为主题，中科思创总经理刘硕以《水下智能系统产

业发展》为主题进行分享，并与分析师和投资者进行

了交流。

二、回答交流

1、请介绍公司基本情况？

答：深圳市科思科技股份有限公司成立于 2004

年，于 2020 年在科创板上市，主要从事行业为电子

信息行业。公司坚持在计算机与网络、通信、计算机软



件、云计算、虚拟现实、人工智能、智能决策、芯片设计

开发等领域持续进行研发投入，在公司所属行业具备

显著的先发优势与深厚的技术积淀。近年来，随着实

际装备需求的发展，公司前瞻性布局智能化方向，构

建了从芯片到模组到整机到系统的全产业链能力。本

年度，行业有望全力加速推进任务，行业需求端呈现

“传统装备交付进展加速+新兴领域快速发展”双轮

驱动。

2、听了公司对自研智能无线电基带处理芯片的介

绍，请问公司智能无线电基带处理芯片的研发难

度大吗？

答：公司自主研发智能无线电基带处理芯片的难

度较大，因为该芯片不是在固有蜂窝网上去做适配，

需要满足各种严酷环境下的适用场景，且对高速传

输、抗毁性、国产化等方面有要求。公司及早部署，基

于对行业技术发展趋势的前瞻性研判，以及公司核心

产品对高性能无线通信芯片的战略需求，选择自主研

发全国产化的智能无线电基带处理芯片。目前公司自

主研发的第一代智能无线电基带处理芯片已进入商业

化推广阶段，正在无人车、无人机等智能无人装备的

领域加速拓展应用，搭载公司自研芯片的模组、终端

产品已具备批量交付的能力。公司自主研发的新一代

智能无线电基带处理芯片顺利完成试产流片，正在推

进芯片功能、性能的全面测试。此款芯片的关键设计指

标均比第一代芯片有大幅提升，支持更大的组网能

力，组网规模比上一代芯片成倍增长。公司已布局和

开展第三代智能无线通信芯片研发工作，旨在低成

本、低功耗角度进一步提升芯片领域竞争力。

3、请问公司目前在智能化相关的产品布局以及未来

公司产品规划方向？

答：公司密切关注行业动向和客户需求变化，聚

焦无人化、智能化、国产化等未来趋势。在智能云与智

能装备、智能通信芯片及智能无线通信产品及技术等

领域不断加大研发投入，积极推进项目进展，提高产

品的技术含量和质量，丰富产品种类，扩大产品市场

应用，用高品质的产品和服务满足客户需求，不断提

高公司在电子信息领域的行业地位。

公司深度研发的智能化产品融合 AI人工智能、智

能无线通信、智能云计算、虚拟现实技术，应用于智能

感知、信息共享、智能决策、态势呈现等智能化场景，

智能无人产品形态可覆盖空中、地面、水上、水下。搭



载了公司自研无线自组网通信模块的无线自组网智能

驾驶计算平台、智能显控终端已小批量交付试用，该

系统支持无人终端根据不同任务，自主规划路线。公

司自训的模型系统可实现高度自主智能，可理解人工

指令，对环境信息实现智能感知，自主操控设备，并

不断学习优化决策流程。基于人工智能技术的知识生

成系统，接入丰富的基础知识库，涵盖教育、决策、自

动化文档生成、智能助手等领域，可实现知识回答、文

档生成、数据检索的能力。水下相关产品基于自研专用

AI算法，以及极致地轻量化处理技术，在端侧大幅

提高水下探测准确率，提供全面、高效的决策支持。公

司自主研发的智能无线电基带处理芯片也进展顺利，第

一代芯片已经成功流片，进入商业化推广阶段，正在无

人车、无人机等智能无人装备的领域加速拓展应用，新

一代芯片也顺利完成试产流片。

4、公司介绍了许多软件方案，请问公司业务主要是

硬件还是软件？

答：公司的业务主要响应客户需求，可以为客户

提供软件或硬件产品，同时公司也提供软硬件结合的

产品整体交付方案。可以满足客户多样化的需求。

5、请问公司对未来市场开拓的展望？？

答：公司拥有一支优秀的销售团队，目前新签订

单增长情况良好。公司也在积极开拓民用市场的业务

机会，在应急、电力、铁路、海运交通、矿区作业等新

兴市场领域的拓展。

6、请问公司技术团队的情况？

答：公司长期保持 400人以上的研发团队，占公

司总人数的比例超过 50%。公司芯片子公司高芯思通

近期将法定代表人、董事变更为刘宗林，刘总具有深

厚的微处理器及集成电路行业技术积累，长期从事芯

片研发工作，作为主要参与人多次获得重要奖项。刘

总的加入将给高芯思通带来新的变化。

近2年公司的研发费用均在 2亿元以上，公司将

保持研发专注度。

7、请问公司今年业绩大概能做到多少？

答：今年是十四五的最后一年，公司总体经营趋

势向好发展，截至一季报披露日，公司持有尚未交付

的在手订单及备产通知约 4.08 亿元（含口头订

单），比去年同期有较大幅度的增长，今年公司将争



取业绩突破。

附件清单（如有） 无
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